HYBRID PACKAGIN

Heicks Industrieelektronik

Baugruppen

hermetisch versiegeln

Zum Schutz von Baugruppen
und Bauteilen wic BGAs
oder QFPs ist dic Parylencbe-
Dienstleister Heicks anbictet,

Beschichtungsverfahren bictet mit

ciner gleichmiBigen Beschich- ;
tungsqualitat cine hohe clektri- ;

sche Durchschlagsfestigkeit und
isoliert dic Bauclemente und Bau-

gruppen wirksam gegen Feuchtig- |
keit, Kormrosion, aggressive Medien :

und flussige Kohlenwasserstoffe,
Parylenc bildet cine Diffusions-

; barriere gegen Gase und versicgelt
schichtung, wic sic der EMS- ;

auch gegen Metallstaube, Kriech-

; strome und Kondenswasser. Pa-
cinc interessante Alternative. Das

rylene-beschichtete Baugruppen
bestehen auch dic hohen Anforde-
rungen cincs Salznebelspruhtests.
Auskunft zum Verfahren und zur
Beschichtungsdicnstleistung er-
teilt Heicks auf der SMT/Hybrid/
Packaging. (z4)
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